(Multi-)Funktionelle Qoberflachen fir die Verbindungstechni ken in der Elektronik und

(Multi-)Funktionelle Oberflachen fir die Verbindungstechniken in der
Elektronik und Mikrosystemtechnik

Innovative technologische Weiterentwicklungen unter der Pramisse steigender Anforderungen an Funktionssicherheit und Wirtschaftlichkeit
elektronischer Baugruppen setzen eine entsprechende Sachkenntnis in Bezug auf Belastungsgrenzen der Oberflachensysteme und deren
Verhalten bei den Verarbeitungstechniken voraus. Der Begriff der Multifunktionalitat in Verbindung mit unterschiedlichen Verbindungstechniken
rickt dabei mehr und mehr in den Vordergrund. Nur in enger Abstimmung zwischen Bauteilhersteller, Bestlicker und Endabnehmer auf Basis
allgemein akzeptierter Festlegungen, ausgeglichenem Informationsstand und gegenseitigem Versténdnis innerhalb der Fertigungskette fihren
zu den erforderlichen Ergebnissen. Qualitdtsdenken, Prozesssicherheit und Wirtschaftlichkeit werden dabei verbunden und helfen,
zukunftsorientierte Wege zu finden.

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis

Preis inkl. Preisnachlass: 4,39 €
4,70 €

Netto-Preis: 4,39 €

Enthaltene MwSt.: 0,31 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt
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